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I N V E N C I Ó N

por "DISPOSITIVO PARA PORGAR OBJETOS BOECOS A BASE IE MATERIAL 

SINTÉTICO TBRMOPLASTICO", a favor de la  firma holandesa 
CNIEEVER, N.V., residente en ROTTERDAM (Holanda), R^setuqpark 
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Este invento se re fie re  a un dispositivo para 
formar objetos huecos a basa de material sin tético  termo- 
p lá stico , d ispositivo que está provisto de un molde para 
fundición, inyectada hecho da varias piezas, de la s  que la  

intermedia, móvil, está dispuesta para re c ib ir  en su posi­

ción coapletadora del molde de inyección, durante un proceso 
de colada, una forma previa asi constitu ida y para lleva r 
ósta, consecutivamente, a una estación de acabado, equipada 

de medios acabadores que dan a la  forma previa, mediante 
e je r c ic io  de fuerza extem a, la  forma defin itiva  de objeto.
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Con un dispositivo de esta índole pueden fornarse objet 

huecos con un espesor de paredes mucho menor de lo  que es 

posible con e l simple moldeo por inyección. Con la  expre­
sión "e je r c ic io  de fuerza externa" deben entenderse todos 

lo s  trabajos que tienen por consecuencia una deformación 

de la  forma previa, por ejemplo soplado, aplicación de 
vacío, embutición o su combinación, como formación de va­

c ío  con ayuda de un ómbolo.

En lo s  d ispositivos de este tip o  que se cono­

cen, la  forma previ# se moldea siempre inyectándola sobre 
un ndcleo, con cuya ayuda se la  traslada a un molde de so­

plado en donde la  forma previa recibe su configuración de­

fin it iv a  por medio de aire comprimido aportado a través 
del núcleo. Dado que la  temperatura del nócleo no está 
distribuida uniformemente y cerca del punto de inyección, 
durante e l  moldeo de la  forma previa, es mayor que en las 
demás partes del nócleo, se presentan dificu ltades p rin ci­
palmente cuando e l material s in tótico  que se ha de elaborar 

tiene escaso contenido de ca lor o cuando la  propia forma 
previa tiene ya paredes relativamente delgadas. Durante 

e l moldeo de la  forma previa, en una operación u lterior , 
por m edióle una fuerza externa, es fá c il  por ejemplo que 
la  forma previa se ronpa a causa de la  evolución irregular
de la  p lasticidad  en e l material de la  forma previa que

+ '
ocasiona e l enfriamiento irregu lar. En consecuencia, se 
ha propuesto ya mantener la  temperatura de todo e l nócleo, 

por medio de recursos auxiliares especiales, a un n ivel
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regalar y que sea e l más favorable para e l soplado. Asi, 

por ejemplo, se conoce, en un dispositivo como e l anterior, 

emplear como parte móvil del molde de fundición inyectada 
un núcleo que presenta gran número de canales para e l  paso 
de un líqu ido ca lefactor.

Los inconvenientes antes expuestos se eliminan 

más convenientemente y de manera más sen cilla  con un dis­
p ositivo  conforme a l invento que aquí se expone, en e l  que 

la  pieza móvil intermedia del molde de fundición inyectada 

es una placa central, movible en su plano y con caras la te ­

ra les casi paralelas, a cada una de la s  cuales puede ap li­
carse una pieza externa del molde de inyección, para cerrar 

e l  hueco de colada para la  forma previa, hueco que es fo r ­
mado tambián por un hueco de recepción extendido transver­
salmente en la  placa central m óvil. Como mediante este 

recurso la  forma previa sólo está en contacto con un so­
porte por su propia ^ p efiferia , mientras que la  parte de 
la  forma previa afectada por la  deformación mediante la  

fuerza externa sólo está en contacto con e l aire ambiente, 
esta parte se en fría  con uniformidad. Además, es posible 

a sí, de manera más sen cilla , mantener uniformemente la  forma 
previa inyectada, mediante calentamiento de la s  piezas ex­
ternas del molde de inyección, a la  temperatura que se 
desee para la  u lte r io r  deformación. Esto es importante, 
por ejemplo, cuando e l  c ic lo  de acabado de la  forma previa 

se prolonga más que su inyección, espesando estas operacio­

nes en e l mismo momento.
De preferencia, loa  órganos que han de dar a
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la  forma previa su configuración definitiva presentan una 
parte que contiene una cámara da moldeo, así como un ele­
mento de compresión, e l cual está dispuesto para fija r  la  
pieza moldeada, por ai periferia , a la  parte que contiene 
la  cámara de moldeo o a la  placa central. Para que pueda 
operarse más rápidamente oon una determinada prensa de mol­
deo por inyección, la  placa central puede estar provista 
de una serie de huecos de recepción, que se llevan alterna­
tivamente al intermedio entre las piezas extemas del molde 
de Inyección, a fin  de completar un molde para fundición 
inyectada. Así, la  placa central puede presentar dos huecos 
de recepción y estar dispuesta para realizar un movimiento 
de vaiván, hallándose a ambos lados del molde un juego de 
órganos que han de dar a la  forma previa su configuración 
definitiva. Al mismo tiempo, una por lo  menos de las piezas 
externas del molde de inyección puede estar dispuesta para 
guiar la  placa central durante ai movimiento.

Pero temblón es posible realizar la  placa cen­
tra l en forma de disco giratorio, con varios huecos de re­
cepción situados en e l mismo círculo primitivo, disco que 
puede ser accionado por pasos.

A continuación se explica e l invento con mayor 
detalla basándose en los  dibujos, en los que se represen­
tan, a títu lo  de ejemplo, dos modalidades de realización.

En estos dibujos, esencialmente esquemáticos:
.  la  figura 1 muestra en diagrama una primera modalidad de 

realización.
- la  figara 2 muestra en diagrama una segunda modalidad 

de realización;
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-  la  figura  3 muestra un corte del molde de inyección 

según la  segunda modalidad de rea lización ; y

-  la  figura 4 muestra un corte de una estación da 
acabado.

De una primera modalidad de rea lización , la  
figura 1 muestra pn molde de inyección con dos bloques de 

colada 1 y 2, entre lo s  cuáles se h a lla  una placa central 
3 para molde de colada, redonda y en parte no representada 

en e l dibujo; esta placa central es accionada g iratoria ­
mente por un árbol 4. En la  placa central 3 se han dispuesto, 
opuestos diametralmente entre s í ,  dos huecos de recepción 

5, en lo s  que e l situado entre lo s  bloques 1 y 2 no se ha 

dibujado. Con e l molde de inyección 1-5-2 colabora un dis­
positivo de inyección, del que se reproducen aquí e l em­

budo para la  aportación del material 6, y una boqu illa  
de inyección 7 (representada por lín ea  de rayas en toda 
la  parte qme^queda detrás del molde de inyección ).

Mirando desda e l árbol 4, diametralmente en­

frente del molde de inyección 1-3-2 ae h a lla  una estación 

de acabado, en la  que aparece entre dos elementos de aca­
bado 8 y 9 e l otro hueco de recepción 5. El bloque del 

molde de inyección es móvil en vaiván segm la  flech a 
doble 10, para f i ja r  firmemente la  placa central 3 entre 
lo s  bloques 1 y 2, en cuya situación se produce la  colada 
de una forma previa, y para dejar luego girar libremente 
la  placa central 3 en 180a, con lo  que cambian de s it ie  

los  huecos de recepción 5 y e l hueco de recepción 5 §ue 
parte del molde de inyección 1-3-2 lle v a  una forma previa,
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no dibujada, en la  figura  1. hacia la  estación da acabado 
8-9, en la  qpe loe  elementos de acabado 8 y 9, tambión ^

móviles en vaivén según la s ilechas dobles 11 y 12, pueden 

aplicarse, con fin es de acabado, a la  placa central 3 y 

luego se apartan de e lla  para que ósta quede lib re  y 
se cree además, respecto a e lla , espacio en e l que pueda 
lanzarse e l  producto l is t o .

Con la  placa central 3 pueden combinarse pás 
de una estación de inyección y más de una estación de aca­
bado.

En la  fig ir a  2 se reproduce una modalidad de 
realización  idéntica en princip io al d ispositivo de la  f i ­
gura 1, pero en la  que la  placa central 3 g iratoria  está 

substituida por una placa central 13 móvil en vaiván según 

la  flech a doble 14. Esta placa central 13 presenta dos es­
taciones da recepción 15 ( f ig . 3) que se llevan alterna­
tivamente enmedio de un par de bloques ig ia le s  16 y 17 de 
molde de inyección, pero que colaboran cada pna con otra 

estación de aoabado en la  que están dispuestos lo s  elemen­
tos de acabado 18 y 19 y respectivamente 20 y 21.

La placa central 13 esta  guiada por la s bridan 
22 y 23 en lo s  bloquee 16 y 17 del molde de inyección.

El bloque 16 del molde da inyección es móvil 

en vaivón segin la  flecha doble 24, con e l mismo fin  que 
se ha explicado a l tratar del bloque 2 del molde de fundi­
ción inyectada de la  figura 1 . Los elementos de acabado 19 
y 21 son igualmente móviles en vaivén según la s flechas 

dobles 25 y 26, para sujetar periódicamente la  placa cen-
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tra l 15. Como en esta modalidad de realización  la  placa 

central 13 sale cada vez por completo de su posición  entre 
lo s  elementos de acabado 18 y 19 o respectivamente 20 y 21, 

basta, para dejar lib re  un espacio de lanzamiento, un pe­

queño movimiento horizontal, combinado con un Impsimiento 

vertica l de loa  elementos de acabado 18 y 21. De la  posición /  /  

representada, e l  elemento de acabado 19 debe moverse hacia 

abajo, según la  flech a 27, y e l  elemento de acabado 21 debe 

moverse hacia arriba, según la  flecha 28, para la  etapa de 

trabajo siguiente.

Por la  figura 3 puede verse como se inyecta 

una forma previa 29 en e l espacio en forma de pared de 

vaso que deja todavía lib re  en un hueco de recepción de 

la  placa central 13 e l bloque troquel ador. La forma previa 
29 se ha lla  (vóase e l dibujo) couplet amente entre la s  caras 

la terales de la  placa central 13, de modo que inmediata­
mente despuós de terminarse la  sujeción de la  placa cen­
tra l 13, la  fcorma previa 29 puede s a lir  de su posición  
entre lo s  bloques 16 y 17, por lo  que se asegura un buen 
contacto tórmico oon lo s  bloques 16 y  17, eventualmente ca l­
deados, Pero tambióh es posible hacer algo más móviles lo s  
bloques 16 y 17 y  lo s  elementos de acabado 18 y 21, con 

lo  que e l espacio de colada para la  forma previa 29 puede 
llega r hasta más a llá  de la s  caras, de separación entre la  
placa central 13 y lo s  bloques de molde 16 y 17. Lo que 
aquí resu lta  tolerable depende de varias circunstancias, 

corno naturaleza del m aterial, configuración de la  forma 
previa, e tc .
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En la  figara 4, por Atim a, se representa en 

seccidn e l juego de árganos de acabado 18 y 19 que en la  

figura 2 se ha representado aplicado a la  placa central. 

Entre e l  elemento 19 de lo s  árganos de acabado y la  placa 

central 15 está prendida por sus bridas 50 una forma pre­
v ia  29. La co lisa  52 (punzón), móvil en vaiván segín la  

flecha doble 31 en e l elemento 19, está  a punto de entrar 

en e l hueco del elemento 18 y d ilatar así la  forma previa 
29 dándole au configuración fin a l de paredes estrechas. Al 
quedar lib re  e l espacio de lanzamiento, e l producto fin a l 

puede ser lanzado entonces, por ejemplo mediante aire com­

primido aportado por e l  conducto 55# És evidente que e l 

acabado puede realizarse también de manera distin ta- a la  
que ae ha descrito aquí.

$
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Descrito e l objeto del presente invento, se declaran 

nuevas y de propia invención la s siguientes reivindicaciones:

1. D iepositivo para formar objetos huecos a base 
de material sin tético  term oplástico, que esta provisto de

5. un molde para fundición inyectada hecho de varias piezas,

de la s que la  intermedia, mávil, está dispuesta para r e c i­

b ir , en su posición couplet adora del molde de inyecoián, 

durante un proceso de colada, una forma previa así consti­
tu í da y para llevar ¿sta , consecutivamente, aúna estación 
de acabado, equipada con medios acabadores que dan a la  
forma previa, mediante e je r c ic io  de fuerza externa, la  
configuración d efin itiva  de ob jete, d ispositivo que se 

caracteriza por e l hecho de que la  pieza móvil intermedia 

ea una placa central móvil en su plano y con caras la tera - 
15* le s  prácticamente paralelas, a cada una de la s cuales ee 

aplicable una piaza externa del molde de inyección, a fin  

de cerrar e l  hueco de colada para la  forma previa, hueco 
que es formado tambión por un hueco de recepción que se 
extiende transversalmente a travás de la  placa central 

20. móvil.

2. D ispositivo da acuerdo con la  reivindicación  1, 
caracterizado por ser caldeables la s piezas externas del 

molde para fundición inyectada.
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5. D ispositivo de acuerdo con la s reivindicaciones 

1 ó 2, caracterizado por é l hecho de que la  placa central 

móvil está  provista da una serie  de huecos de recep cié i, 
movibles alternativamente para completar un molde de fundi­

ción inyectada entre la s piezas extem as del mol^de de 

inyección.

4 . D ispositivo de acuerdo con la  reivindicación  3, 

caracterizado por e x is tir  a ambos lados del molde para fun­

dición inyectada un par de estaciones da acabado y por es­

tar provista la  placa central, móvil en vaivón en e l sen­

tid o  de unión, de dos huecos de recepción que, a lternati­

vamente, pueden lleva r cada uno una forma previa a la  misma 

estación de acabado.

5. D ispositivo de acuerdo con la  reivindicación  4, 
caracterizado por e l hecho de que la  placa central está 
guiada en su movimiento por una, por lo  menos, de la s 
piezas externas del molde de fundición inyectada.

6. D ispositivo de acuerdo con la  reivindicación  3, 
caracterizado por e l hecho de que la  placa central móvil 

es un disco g iratorio cuyos huecos de recepción cooperan 
consecutivamente uno tras otro con un juego, por lORjnanos, 
de piezas externas de molde de inyección, y por lo  menos, 
una estación de acabado.

7. D ispositivo de acuerdo con una de las re iv in ­
dicaciones precedentes, caracterizado por e l hecho de que 

a lo s  medios de acabado pertenecen una pieza que contiene
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una cámara de acabado, lo  mismo que un árgano de compresión 

que puede f i ja r  una forma previa, por su p eriferia , a la  

pieza que contiene la  cámara de acabado o a la  placa central.

8* D ispositivo para formar objetos huecos a base 

de m aterial sin tá tico  term oplástico.

Según se describe y reiv in dica  en la  presente memoria 

descriptiva, que consta de once hojas fo liad as, y escrita s a 

máquina por una sola  de sus caras, acompañadas de dos laminas 

de dibujos.

Madrid, a ^8 MM

p .a .

JAME !SERM
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